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Leadership in Energy and Environmental Design 
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LEED  

   
1.  Sustainable Sites    14   (20%) 26   (24%) 

2.  Water Efficiency       5   (  7%) 10    (  9%) 

3.  Energy and Atmosphere   17   (25%) 35    ( 32%) 

4.  Materials and Resources   13   (19%) 14     (13%) 

5.  Indoor Environmental Quality   15   (22%) 15     (13%) 

6.  Innovation and Design Process     5   (  7%) 6      (  5%) 

7.   Regional Priority Credits   4      (  4%) 

     Total       69  (100%)  110   (100%) 

 
  

   V2.2           v3 

26-32    40~49   

33-38     50~59   

39-51      60~79  

52-69     80   

V2.2 V3 
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 EEWH 
 Ecology, Energy Saving, Waste Reduction and Health 
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    Fab14P3 

EEWH (18 ) 

2007 7       
2008 12      
2009 6      
2009 9       
2009 10      
2010 1       
2010 6      
2010 8      
2010 9      
2010 11     
2010 12      
2011 2      
2011 3       
2011 3      
2011 5      
2011 6      
2011 6       
2011 7      
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LEED  

LEED  
2008 3   TI Rfab   
2008 8   TSMC Fab14P3  
2009 2   AUO L8A   
2009 12    TSMC Fab12P4  
2010 4   Intel IDC9  

2011 5    AUO L8B ( )   
 

 RFab  IDC9  Fab12P4  L8B 
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LEED v.s. EEWH 
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TSMC 
2008 2009 2011 2012 2013 

F14P3 F12P4/5 F12P4 F14P4 F14P3 F15P1 F15P1 
FAB FAB OFFICE FAB OFFICE FAB OFFICE 

EEWH     1Q/2012 2Q/2012 2Q/2012 2Q/2013 

LEED     4Q/2011 2Q/2012 4Q/2012 4Q/2012 4Q/2013 
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 F12P4  37,200M2

750M3  

F14P3
16,000 3,200 CO2  

185,250M2,  3.4  

Rainwater Reclaim MAU Condensed Water 

* MAU: Make-up Air Unit 

Irrigation Water 

EcoPond 
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25

 

 85% 55%  

 

 

 

Processed Water Classify Table 
Waste Water Reclamation Waste  Chemical Reclamation 

1   DIR  DI Reclaim 1   IPA 
2   AWD  Acid Wastewater Drain 2   H3PO4 
3   AWD(TMAH)  AWD with TMAH contained 3   M1 
4   Caustic  AWD with NH4OH contained 4   M2 
5   AWD O3  AWD with Ozone contained 5   Thinner 
6   HFD  Diluted HF Drain 6   ACT/ST250 
7   HFC - Concentrated HF Drain 7   NMP 
8   AOR  Advanced Organic Reclaim Drain 8   H2SO4 
9   AORI  AOR with IPA 9   CuSO4 
10   CMP  CMP Drain 
11   CuCMP  CuCMP Drain 
12   ECP  ECP Drain 
13   H2O2  DI + H2O2 Drain 
14   HF + O3 
15   Caustic + O3 
16   LSD  Local Scrubber Drain 
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台積電竹科十二廠四期參觀須知 

 

 



鑽石級綠建築案例解說— 

台積電竹科十二廠四期OFFICE棟新建工程 

 



台積電竹科十二廠四期OFFICE棟新建工程 通過綠建築標章指標介紹 

1.生物多樣性指標 

本案綠地總面積為12,936平方公尺，綠地配置連結周邊外綠地系統，周邊未被

30米以上道路、圍牆或設施截斷，連結性良好。而基地內綠地具有連貫性，雖部分

被建築物截斷，但設置有屋頂和露台綠化之立體綠網。於小生物棲地部分設有自然

護岸與生態小島，並種植有混和密林與灌木草原。基地內部種植有各式喬、灌木與

原生、誘鳥誘蝶植物，並使用再生水澆灌、有機肥料等設計。 

2.綠化量指標 

本案基地部分密植大小喬木、其下種植各式灌木與花圃，是為生態複層。生態

複層以外之大小喬木以各式原生或誘鳥誘蝶植物為主，是為生態綠化。 

3.基地保水指標 

本案基地設計有綠地、被覆地與草溝，並有透水鋪面之設計，且在建物屋頂利

用屋頂花園土壤截留雨水之設計。 

4.日常節能指標 

屋頂使用氟碳烤漆鋁板，外殼使用Low-E玻璃、高壓水泥磚內含PS隔熱板，有

效降低熱傳導。照明部分引入北向柔和光線，減少室內人工照明使用量；自然採光

與景觀接軌，燈光設計為智慧型可調光系統。空調部分設有冰水主機與分離式變頻

冷氣，EAC=0.41<0.8。 

5.二氧化碳減量指標 

屋頂層所有設備以懸空結構支撐，與屋頂防水層分離設計，所有管路皆以明管

設計，設備更新時不會傷及屋頂防水層、裝潢與結構體。 

6.廢棄物減量指標 

本案使用預鑄外牆、乾式隔間，工地設有洗滌車輛與土石機具清洗設施、汙泥

沉澱過濾去汙泥排水之措施、工地車行路面全面鋪設鋼板或打混凝土、施工後加裝

防塵網罩、工地周界設有圍牆、在裸露地或堆料植被噴灑防塵劑等措施。 

7.室內環境指標 

外牆使用氣密窗，玻璃為淺色Low-E玻璃，所有空間均有防眩光格柵或燈罩，

中央空調系統，所有居室空間均有新鮮外氣引入風管系統。部分天花板和牆面使用

綠建材矽酸鈣板和石膏板，63.06%管線以非PVC材料製品替代。 

8.水資源指標 

本案耗水設施為建物內一樓及三樓廁所，馬桶與小便斗全面採用省水馬桶，供

公眾使用水栓採用自動感應水栓，均有省水標章認證。雨水回收利用系統與自動噴

灌系統供園藝澆灌使用，並回收外氣空調箱冷凝與洗滌水供廁所衛生器具及園藝澆

灌使用。 

9.污水垃圾改善指標 

一般生活雜排水由專用排水管排出後接至園區汙水下水道系統。廚餘集中設施

並定期委外清運處理，廚餘並有冷藏、冷凍前置處理設施與病媒蚊消毒計畫。並設

有綠美化、景觀化、定期清洗與消毒、清運動線合理之資源回收垃圾集中場。 


